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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Bestlickung eines Tra-
gers (5) mit einem Bauteil (3) mit folgenden Schritten:

- Aufnehmen des Bauteils (3) mittels eines Aufnahmewerk-
zeugs (1) an einer auf der Unterseite des Aufnahmewerk-
zeugs (1) vorgesehenen Aufnahmeflache (2) und

- Aufsetzen des Aufnahmewerkzeugs (1) mit an seiner Un-
terseite aufgenommenem Bauteil (3) auf eine oder mehre-
re Anschlagflachen (8,9) des Tragers (5), welcher einen mit
einer Kleberschicht versehenen Aufnahmeraum (7) fir das
Bauteil (3) aufweist, wobei der Aufnahmeraum (7) eine Tiefe
(7a) aufweist, die der Summe aus der eine gebildete Aufnah-
meebene nach unten Uberstehenden Lange (10) des Auf-
nahmewerkzeugs (1), der Héhe (11) des Bauteils (3) und
einer vorgegebenen Dicke (12) der Kleberschicht (4) ent-
spricht, und wobei elastische Elemente (13) des Aufnahme-
werkzeugs (1) mit vorgegebener Aufsetzkraft (15) auf die An-
schlagflachen (8,9) des Tragers (5) gedriickt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Bestlickung eines Tragers mit einem
Bauteil.

[0002] Bauteile, beispielsweise Halbleiter, die aufih-
rer Unterseite mit einer Kleberschicht versehen sind,
sind bereits bekannt. Insbesondere bei Sensorhalb-
leitern ist es fir deren korrekte Funktionsweise im
Betrieb notwendig, dass die auf der Unterseite des
jeweiligen Bauteils vorgesehene Kleberschicht eine
vorgegebene Schichtdicke hat. Es ist in diesem Zu-
sammenhang von hoher Bedeutung, dass bei einer
Serienfertigung sichergestellt ist, dass die Schichtdi-
cke der Kleberschicht in einem sehr engen Toleranz-
bereich um die vorgegebene Schichtdicke gehalten
werden kann.

[0003] Um eine jeweils gewlinschte Schichtdicke der
Kleberschicht mdéglichst genau einhalten zu kénnen
ist es bereits bekannt, auf der jeweiligen Einbaufla-
che Anschlagnoppen vorzusehen, deren Héhe der
Dicke der gewiinschten Kleberschicht entspricht. Er-
folgt dann ein Aufpressen des Bauteils auf die Ober-
seite der mit einer Kleberschicht versehenen Einbau-
flache, dann ist die Dicke der auf der Unterseite des
Bauteils aufgebrachten Kleberschicht durch die Ho-
he der Anschlagnoppen bestimmt. Diese Vorgehens-
weise hat jedoch Nachteile in Bezug auf die Funkti-
onsweise des Bauteils Uber dessen Lebensdauer.

[0004] Um eine jeweils gewlinschte Schichtdicke der
Kleberschicht méglichst genau einhalten zu kénnen,
ist es des Weiteren bereits bekannt, beim Bonden
fir jedes Bauteil vor dessen Setzen die Héhe des
vorhandenen Einbauraumes zu vermessen, danach
das Bauteil abzuholen und die gewunschte Bestu-
ckung vorzunehmen. Dies ist mit einem vergleichs-
weise grolien Zeitaufwand verbunden.

[0005] Aus dem Dokument US 6 261 492 B1 ist ein
Verfahren bekannt, bei der in die Montageflache ei-
ne Aussparung eingebracht wird, deren Abmessun-
gen groRer sind als die eines Chips. Der Chip wird
mit einem Greifelement gegriffen, das als Werkzeug
mit einem flachen Ende und einem Kapillarloch er-
scheint, das sich zum Werkzeugende hin aufweitet
und oberhalb der Aussparung ausgerichtet ist. Bevor
der Chip in die Aussparung gedriickt wird, wird eine
dosierte Menge eines Bindemittels darin platziert. Der
Chip wird in das Bindemittel gedriickt, bis der Teil des
flachen Endes des Werkzeugs, der Uber die Umris-
se des Chips hinausragt, gegen die Montageflache
drickt. Der Einpressvorgang wird gestoppt, sobald
die Stirnflache des Chips mit der Flache, auf der die
Vertiefung angebracht ist, zusammenfallt, woraufhin
das Greifwerkzeug geldst wird.

[0006] Aus dem Dokument JP 2010- 3 962 A ist ein
Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Kom-
ponente bekannt, durch das die Positionsgenauigkeit
einer funktionalen Komponente verbessert wird. Ei-
ne Spannzange wird in einem Kdrper mit einem Fuh-
rungsabschnitt versehen, der zu einem Gehause hin
vorsteht. Die Spannzange, die die Funktionskompo-
nente transportiert, bleibt stehen, wenn eine Endfla-
che des Fuhrungsabschnitts mit einer Endflache des
Gehduses in Kontakt kommt.

[0007] Aus dem Dokument eine Chip-Verbindungs-
vorrichtung mit einer Spannzange bekannt zum Ver-
binden eines Halbleiterchips mit einer Unterlage, die
in einer Aussparung einer Haltanordnung gelagert ist
und den Halbleiterchip zum Zeitpunkt des Verbindens
halt. Die Spannzange weist eine Ablenkvorrichtung
zum Ablenken der Unterlage in seitlicher Richtung in
der Aussparung der Halteanordnung auf und ermdég-
licht, einen dulReren Umfang der Unterlage an einer
Anschlagstelle anzuschlagen, um die Unterlage zu
positionieren.

[0008] Aus dem Dokument JP HO5- 198 621 Aist ein
Stopper bekannt, der an das Substrat anst63t und ei-
nen Abstand zwischen der Endflache und dem Sub-
strat auf ein vorgeschriebenes Mal} begrenzt.

[0009] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestlickung ei-
nes Tragers mit einem Bauteil anzugeben, bei denen
in einfacher Weise gewahrleistet werden kann, dass
sich die Dicke einer auf der Unterseite des Bauteils
vorgesehenen Kleberschicht in einem gewiinschten
engen Toleranzbereich befindet.

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen geldst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen dieses Verfahrens sind
in den abhangigen Anspriichen 2 und 3 angegeben.
Die Anspriiche 4 - 10 haben eine Vorrichtung zur Be-
stlickung eines Tragers mit einem Bauteil zum Ge-
genstand.

[0011] Gemal der vorliegenden Erfindung werden
bei einem Verfahren zur Bestlickung eines Tragers
mit einem Bauteil folgende Schritte durchgefuhrt:

- Aufnehmen des Bauteils mittels eines Aufnah-
mewerkzeugs an einer auf der Unterseite des
Aufnahmewerkzeugs vorgesehenen Aufnahme-
flache und

- Aufsetzen des Aufnahmewerkzeugs mit an sei-
ner Unterseite aufgenommenem Bauteil auf ei-
ne oder mehrere Anschlagflachen des Tragers,
welcher einen mit einer Kleberschicht versehe-
nen Aufnahmeraum fir das Bauteil aufweist,

wobei der Aufnahmeraum eine Tiefe aufweist, die
der Summe aus der eine gebildete Aufnahmeebe-
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ne nach unten Uberstehenden Lange des Aufnah-
mewerkzeugs, der Hohe des Bauteils und einer vor-
gegebenen Dicke der Kleberschicht entspricht, und
wobei elastische Elemente des Aufnahmewerkzeugs
mit vorgegebener Aufsetzkraft auf die Anschlagfla-
chen des Tragers gedrickt werden.

[0012] Durch diese Vorgehensweise ist die Dicke
der Kleberschicht dadurch vorgegeben, dass das
Aufnahmewerkzeug gegen definierte Anschlagfla-
chen am Trager fahrt, wobei durch einen geeigne-
ten Aufbau des Aufnahmewerkzeugs sichergestellt
ist, dass die bei dieser Bestlickung gebildete Dicke
der Kleberschicht in einem gewtnschten engen To-
leranzbereich um die vorgegebene gewiinschte Di-
cke der Kleberschicht liegt. Eine Verwendung von An-
schlagnoppen auf der Einbauflache selbst und ein
Vermessen des Einbauraumes fir jedes Bauteil kon-
nen unterbleiben.

[0013] Weitere vorteilhafte Eigenschaften der Erfin-
dung ergeben sich aus deren nachfolgender beispiel-
hafter Erlauterung anhand der Figuren. Es zeigt

Fig. 1 eine Skizze einer Querschnittsdarstellung
einer bekannten Vorrichtung zur Bestlckung ei-
nes Tragers mit einem Bauteil,

Fig. 2 eine Skizze einer Querschnittsdarstellung
einer Vorrichtung zur Bestiickung eines Tragers
mit einem Bauteil gemaf einem ersten Ausfiih-
rungsbeispiel und

Fig. 3 eine Skizze einer Querschnittsdarstellung
einer Vorrichtung zur Bestiickung eines Tragers
mit einem Bauteil gemal einem Ausfiuhrungs-
beispiel der Erfindung.

[0014] Die Fig. 1 zeigt eine Skizze einer Quer-
schnittsdarstellung einer bekannten Vorrichtung zur
Bestlickung eines Tragers mit einem Bauteil. Beim
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel handelt es sich bei
dem Bauteil um einen Halbleiter. Alternativ dazu kann
es sich beim Bauteil auch um ein Halbleiterbauteil
handeln.

[0015] Die dargestellte Vorrichtung weist ein Auf-
nahmewerkzeug 1, eine im unteren Bereich des Auf-
nahmewerkzeugs 1 vorgesehene Aufnahmeflache 2,
einen vom Aufnahmewerkzeug 1 an dieser Aufnah-
meflache 2 aufgenommenen Halbleiter 3, eine an der
Unterseite dieses Halbleiters 3 vorgesehene Kleber-
schicht 4 und einen Trager 5 auf. Der Trager 5 hat
einen Aufnahmeraum 7, in welchem eine Aufnahme-
flache fir den Halbleiter 3 vorgesehen ist. Auf die-
ser Aufnahmeflache sind Anschlagnoppen 6 vorge-
sehen.

[0016] Zur Bestiickung des Tragers 5 mit dem Halb-
leiter 3 nimmt das Aufnahmewerkzeug 1 an einem
Aufnahmeort an seiner Unterseite den Halbleiter 3
auf. Von dort aus transportiert das Aufnahmewerk-
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zeug 1 den Halbleiter 3 zum Trager 5 und fuhrt den
Halbleiter von oben her in den Aufnahmeraum 7 ein.
Dort setzt er ihn auf die Aufnahmeflache des Aufnah-
meraumes 7 auf, auf welcher sich die Anschlagnop-
pen 6 und eine Kleberschicht befinden, und ibt nach
unten gerichteten Druck aus. Dadurch wird der Halb-
leiter inclusive der Kleberschicht auf die Anschla-
gnoppen 6 gedrickt, bis er auf diesen aufliegt. Da-
durch ist eine gewtinschte Dicke der Kleberschicht
4 auf der Unterseite des Halbleiters sichergestellt.
Dann wird das Aufnahmewerkzeug vom Halbleiter
gel6st und zur Aufnahme des nachsten Bauteils an
den zugehdrigen Aufnahmeort verfahren. In der Pra-
xis hat sich gezeigt, dass eine korrekte Funktionswei-
se eines auf diese Weise aufgebrachten Halbleiters
nicht Gber dessen gesamte Lebensdauer aufrechter-
halten werden kann.

[0017] Die Fig. 2 zeigt eine Skizze einer Quer-
schnittsdarstellung einer Vorrichtung zur Bestlickung
eines Tragers mit einem Bauteil gemaR einem Aus-
fihrungsbeispiel. Auch bei diesem Ausfihrungsbei-
spiel handelt es sich bei dem Bauteil um einen Halb-
leiter. Alternativ dazu kann es sich bei diesem Bauteil
auch um ein Halbleiterbauteil handeln.

[0018] Die dargestellte Vorrichtung weist ein Auf-
nahmewerkzeug 1, eine im unteren Bereich des Auf-
nahmewerkzeugs 1 vorgesehene Aufnahmeflache
2 des Aufnahmewerkzeugs, einen vom Aufnahme-
werkzeug 1 an dieser Aufnahmeflache 2 aufgenom-
menen Halbleiter 3, eine an der Unterseite dieses
Halbleiters 3 vorgesehene Kleberschicht 4 und einen
Trager 5 auf. Der Trager 5 hat einen Aufnahmeraum
7, in welchem eine Aufnahmeflache fir den Halblei-
ter 3 vorgesehen ist. Die Tiefe des Aufnahmeraums 7
ist mit dem Bezugszeichen 7a gekennzeichnet. Des
Weiteren weist der Trager 5 auf seiner Oberseite An-
schlagflachen 8 und 9 auf, die eine Anschlagebene
bilden. Der Aufnahmeraum 7 befindet sich zwischen
diesen Anschlagflachen 8 und 9.

[0019] Das Aufnahmewerkzeug 1 ist im Querschnitt
vorzugsweise kreuzférmig ausgebildet. Es weist ei-
nen in Vertikalrichtung verlaufenden ersten Arm 1a
und einen in Horizontalrichtung verlaufenden zweiten
Arm 1b auf. Der in Vertikalrichtung verlaufende ers-
te Arm 1a weist auf seiner Unterseite die Aufnahme-
flache 2 fir den Halbleiter 3 auf. Der in Horizontal-
richtung verlaufende zweite Arm 1b weist auf seiner
Unterseite zum Aufsetzen des Aufnahmewerkzeugs
1 auf die auf der Oberseite des Tragers 5 vorgesehe-
nen Anschlagflachen 8 und 9 ausgebildete Aufsetz-
flachen 16 und 17 auf.

[0020] Die Lange des in den Aufnahmeraum 7 hin-
einragenden unteren Armteils 1c des ersten Arms 1a
des Aufnahmewerkzeugs 1 ist mit der Bezugszahl 10
bezeichnet, die Dicke des Halbleiters 3 mit der Be-
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zugszahl 11 und die Dicke der Kleberschicht 4 mit der
Bezugszahl 12.

[0021] Die Tiefe 7a des Aufnahmeraumes 7 ent-
spricht der Summe der Lange 10 der Armteils 1¢, der
Dicke 11 des Halbleiters 3 und der Dicke 12 der Kle-
berschicht 4.

[0022] Zur Bestickung des Tragers 5 mit dem Halb-
leiter 3 nimmt das Aufnahmewerkzeug 1 an einem
Aufnahmeort an seiner Unterseite den Halbleiter 3
auf. Von dort aus transportiert das Aufnahmewerk-
zeug 1 den Halbleiter 3 zum Trager 5 und fiihrt den
Halbleiter von oben her in den Aufnahmeraum 7 ein.
Dort setzt er ihn auf die Aufnahmeflache des Aufnah-
meraumes 7 auf, auf welcher sich eine Kleberschicht
4 befindet, und bt nach unten gerichteten Druck aus.
Dadurch wird der Halbleiter 3 auf die Kleberschicht 4
gedruickt, bis die Aufsetzflachen 16 und 17 des Auf-
nahmewerkzeugs 1 auf den Anschlagflachen 8 und 9
des Tragers 5 aufliegen. Ist dies der Fall, dann weist
die auf die Unterseite des Halbleiters 3 aufgebrachte
Kleberschicht 4 die gewlinschte Dicke 12 auf.

[0023] Dann wird das Aufnahmewerkzeug vom
Halbleiter geldst und zur Aufnahme des nachsten
Bauteils an den zugehorigen Aufnahmeort verfahren.

[0024] Bei diesem ersten Ausfiihrungsbeispiel wird
folglich eine in einem engen Toleranzbereich liegen-
de gewlinschte Dicke 12 der auf der Unterseite des
Halbleiters 3 vorgesehenen Kleberschicht 4 dadurch
sichergestellt, dass ein Aufnahmewerkzeug 1 auf An-
schlagflachen 8 und 9 des Tragers 5 aufgedrickt
wird, wobei des Weiteren die Tiefe 7a des Aufnahme-
raumes 7 des Tragers 5 derart auf die Lange 10 des
in den Aufnahmeraum 7 hineinragenden Armteils 1¢
des ersten Armes 1a des Aufnahmewerkzeugs 1 und
die Dicke 11 des Halbleiters 3 abgestimmt ist, dass
die an der Unterseite des Halbleiters 3 befindliche
Kleberschicht 4 die gewlinschte Dicke 12 aufweist.

[0025] Die Fig. 3 zeigt eine Skizze einer Quer-
schnittsdarstellung einer Vorrichtung zur Bestlickung
eines Tragers mit einem Bauteil gemal einem Aus-
fihrungsbeispiel fur die Erfindung. Auch bei diesem
Ausflihrungsbeispiel handelt es sich bei dem Bauteil
um einen Halbleiter. Alternativ dazu kann es sich bei
dem Bauteil auch um ein Halbleiterbauteil handeln.

[0026] Die dargestellte Vorrichtung weist ein Auf-
nahmewerkzeug 1, eine im unteren Bereich des Auf-
nahmewerkzeugs 1 vorgesehene Aufnahmeflache
2 des Aufnahmewerkzeugs, einen vom Aufnahme-
werkzeug 1 an dieser Aufnahmeflache 2 aufgenom-
menen Halbleiter 3, eine an der Unterseite dieses
Halbleiters 3 vorgesehene Kleberschicht 4 und einen
Trager 5 auf. Der Trager 5 hat einen Aufnahmeraum
7, in welchem eine Aufnahmeflache fur den Halblei-
ter 3 vorgesehen ist. Die Tiefe des Aufnahmeraums 7
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ist mit dem Bezugszeichen 7a gekennzeichnet. Des
Weiteren weist der Trager 5 auf seiner Oberseite An-
schlagflachen 8 und 9 auf, die eine Anschlagebene
bilden. Der Aufnahmeraum 7 befindet sich zwischen
diesen Anschlagflachen 8 und 9.

[0027] Das Aufnahmewerkzeug 1 ist im Querschnitt
vorzugsweise kreuzformig ausgebildet. Es weist ei-
nen in Vertikalrichtung verlaufenden ersten Arm 1a
und einen in Horizontalrichtung verlaufenden zweiten
Arm 1b auf. Der in Vertikalrichtung verlaufende ers-
te Arm 1a weist auf seiner Unterseite die Aufnahme-
flache 2 fir den Halbleiter 3 auf. Der in Horizontal-
richtung verlaufende zweite Arm 1b weist auf seiner
Unterseite zum Aufsetzen des Aufnahmewerkzeugs
1 auf die auf der Oberseite des Tragers 5 vorgesehe-
nen Anschlagflachen 8 und 9 des Tragers 5 ausge-
bildete Aufsetzflachen 16 und 17 auf. Im Bereich die-
ser Aufsetzflachen 16 und 17 sind elastische Elemen-
te 13 vorgesehen, von denen in der Fig. 3 nur das
im Bereich der Aufsetzflache 17 vorgesehene elas-
tische Element veranschaulicht ist. Des Weiteren ist
bei diesem Ausfiihrungsbeispiel im Innenbereich des
ersten Armes 1a eine in Vertikalrichtung verlaufende
Vakuumbohrung 14 vorgesehen. Des Weiteren ist in
der Fig. 3 mit einem Pfeil 15 eine Aufdriickkraft ver-
anschaulicht, die von einer nicht dargestellten Rege-
leinheit gesteuert wird und das Aufnahmewerkzeug
nach unten driickt. Dabei wird das Aufnahmewerk-
zeug 1 in Abhangigkeit von der jeweils vorliegenden
Aufdriickkraft mehr oder weniger weit nach unten ge-
drickt, da bei diesem Aufbringen der Aufdriickkraft
die elastischen Elemente 13 mehr oder weniger weit
zusammengedrickt werden.

[0028] Dies hat zur Folge, dass bei diesem Ausfih-
rungsbeispiel die Dicke 12 der auf der Unterseite des
Halbleiters 3 vorgesehenen Kleberschicht 4 zumin-
dest geringfligig gedndert werden kann, wenn dies
gewlnscht ist.

[0029] In der Fig. 3 sind die Lange des in den Auf-
nahmeraum 7 hineinragenden unteren Armteils 1c
des ersten Arms 1a des Aufnahmewerkzeugs 1 wie-
derum mit der Bezugszahl 10 bezeichnet, die Dicke
des Halbleiters 3 mit der Bezugszahl 11 und die Di-
cke der Kleberschicht 4 mit der Bezugszahl 12.

[0030] Zur Bestliickung des Tragers 5 mit dem Halb-
leiter 3 nimmt das Aufnahmewerkzeug 1 an einem
Aufnahmeort an seiner Unterseite den Halbleiter 3
auf. Von dort aus transportiert das Aufnahmewerk-
zeug 1 den Halbleiter 3 zum Trager 5 und fihrt den
Halbleiter von oben her in den Aufnahmeraum 7 ein.
Dort setzt er ihn auf die Aufnahmeflache des Aufnah-
meraumes 7 auf, auf welcher sich eine Kleberschicht
4 befindet, und wird dabei durch die nach unten ge-
richtete Aufsetzkraft 15 nach unten gedriickt. Dabei
werden die im Bereich der Aufsetzflachen 16 und 17
vorgesehenen elastischen Elemente 13 in Abhangig-
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keit von der Aufsetzkraft mehr oder weniger weit zu-
sammengedriickt, so dass die auf der Unterseite des
Halbleiters 3 befindliche Kleberschicht 4 die jeweils
gewulnschte, von der Aufsetzkraft 15 abhéngige Di-
cke 12 aufweist.

[0031] Die bei dieser Vorgehensweise erzielbare
Mindestdicke der Kleberschicht wird wiederum dann
erreicht, wenn die Tiefe 7a des Aufnahmeraumes 7
der Summe der Lange 10 der Armteils 1¢, der Di-
cke 11 des Halbleiters 3 und der Dicke 12 der Kle-
berschicht 4 entspricht. Um diese Mindestdicke der
Kleberschicht 4 einzustellen, ist eine vergleichsweise
grolRe Aufsetzkraft 15 notwendig, die dazu fihrt, dass
die elastischen Elemente 13 so stark zusammenge-
driickt werden ,dass die Tiefe 7a des Aufnahmerau-
mes 7 der Summe der Lange 10 der Armteils 1c, der
Dicke 11 des Halbleiters 3 und der Dicke 12 der Kle-
berschicht 4 entspricht. Durch Aufbringen einer klei-
neren Aufsetzkraft 15 kann gezielt eine gegebenen-
falls gewlinschte gréRRere Dicke der Kleberschicht er-
reicht werden.

[0032] Alternativ zu den oben beschriebenen Aus-
fihrungsbeispielen kann der Trager 5 auch nur eine
Anschlagflache aufweisen, auf welche das Aufnah-
mewerkzeug 1 mit an seiner Unterseite aufgenom-
menen Bauteil aufgesetzt wird.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Bestlickung eines Tragers (5) mit
einem Bauteil (3) mit folgenden Schritten:
- Aufnehmen des Bauteils (3) mittels eines Aufnah-
mewerkzeugs (1) an einer auf der Unterseite des Auf-
nahmewerkzeugs (1) vorgesehenen Aufnahmeflache
(2) und
- Aufsetzen des Aufnahmewerkzeugs (1) mit an sei-
ner Unterseite aufgenommenem Bauteil (3) auf eine
oder mehrere Anschlagflachen (8,9) des Tragers (5),
welcher einen mit einer Kleberschicht versehenen
Aufnahmeraum (7) fir das Bauteil (3) aufweist, wobei
der Aufnahmeraum (7) eine Tiefe (7a) aufweist, die
der Summe aus der eine gebildete Aufnahmeebene
nach unten Uberstehenden Lange (10) des Aufnah-
mewerkzeugs (1), der Hohe (11) des Bauteils (3) und
einer vorgegebenen Dicke (12) der Kleberschicht (4)
entspricht, und wobei elastische Elemente (13) des
Aufnahmewerkzeugs (1) mit vorgegebener Aufsetz-
kraft (15) auf die Anschlagflachen (8,9) des Tragers
(5) gedriickt werden.

2. Vorrichtung zur Bestiickung eines Tragers (5)
mit einem Bauteil (3), die ein Aufnahmewerkzeug (1)
aufweist, welches Aufsetzflachen (16,17) aufweist,
die zum Aufsetzen des Aufnahmewerkzeugs (1) auf
eine oder mehrere Anschlagflachen (8,9) des Tra-
gers (5) ausgebildet sind, und welches des Weiteren
zwischen den Aufsetzflachen (16,17) ein Armteil (1c)
vorgegebener Lange aufweist, das auf seiner Unter-
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seite die Aufnahmeflache (2) fir das Bauteil (3) ent-
halt,

wobei die Lange (10) des Armteils (1¢) derart vorge-
geben ist, dass die Summe aus der Lange (10) des
Armteils (1c), der Hohe (11) des Bauteils (3) und ei-
ner vorgegebenen gewunschten Dicke (12) der Kle-
berschicht (4) der Tiefe (7a) eines Aufnahmeraumes
(7) des Tragers (5) entspricht, und

wobei die Aufsetzflachen (16,17) elastische Elemen-
te (13) aufweisen, die mit einer vorgegebenen Auf-
setzkraft(15) auf die Anschlagflachen (8,9) des Tra-
gers (5) aufpressbar sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Aufnahmewerkzeug (1) ei-
ne kreuzférmige Querschnittsflache hat.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufnahmewerkzeug (1) einen in
Vertikalrichtung verlaufenden ersten Arm (1a) und ei-
nen in Horizontalrichtung verlaufenden zweiten Arm
(1b) aufweist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der in Vertikalrichtung verlaufende
erste Arm (1a) auf seiner Unterseite die Aufnahme-
flache (2) fur das Bauteil (3) aufweist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der in Horizontalrichtung ver-
laufende zweite Arm (1b) auf seiner Unterseite die
zum Aufsetzen des Aufnahmewerkzeugs (1) auf die
Anschlagflachen (8,9) des Tragers (5) ausgebildete
Aufsetzflachen (16,17) aufweist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



Anhéangende Zeichnungen

FIG.1
Stand der Technik

y

L

SN\

2 6



DE 10 2018 208 881 B4 2021.04.22

Vi

13
e

FIG. 2

7
%

D K -

“

S
—

'

|

~—
—
N

N
-—

R

\\

)

N\.

7

ol

v
HI...I
(0 ®)

()
<«—

N

7/8



;

o .
N2 5 N\ 2 / o
i AN 7

FIG. 3

TN a
R

14

L

o
O —~
A s ®)



	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

